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Description 

^invention concerne I'encapsulation de puces de 
circuits integres, notamment en vue de leur incorpora- 
tion sur un support portable. 

La technique habitueile pour encapsuler des cir- 
cuits integres destines a etre incorpores par exemple 
sur une carte a puces est la suivante : 

la puce est reportee soit sur une grille de conduc- 
teurs metalliques soit sur un support dielectrique du 
type verre epoxy trame portant des conducteurs im- 
primes photograves; ces conducteurs comprennent 
d'une part une plage de contact sur laquelle on vient 
souder la face arriere de la puce, et d'autre part des 
plages de contact sur lesquelles on vient souder 
des fils d'or ou d'aluminium par exemple qui sont 
par ailleurs soudes sur les plots de sortie de la puce; 
ces conducteurs constituent par ailleurs des bornes 
de connexion exterieures du circuit-integre apres 
encapsulation; les plages de contact peuvent etre 
aussi soudees directement sur la puce (technique 
dite"TAB'); 

on recouvre partiellement ou totalement la puce et 
ses fils d'une protection contre les agressions me- 
caniques et chimiques; celle-ci peut etre une resine 
epoxy ou une resine aux silicones; 
on decoupe en micromodules individuels la bande 
portant les puces protegees par la resine; 
on colle le micromodule dans une cavite superficiel- 
le menagee dans un support portable en matiere 
plastique, de telle sorte que les conducteurs de con- 
nexion restent accessibles en surface. 

Le support en matiere plastique peut etre realisee 
par moulage par injection (la matiere est alors par exem- 
ple de la resine ABS); il peut aussi etre realise par usi- 
nage; il peut etre realise par laminage de feuilles de ma- 
tiere plastique predecoupees (les decoupes servant no- 
tamment a realiser la cavite pour loger le micromodule); 
dans ce cas, la matiere plastique peut etre du chlorure 
de polyvinyle. 

On rencontre plusieurs problemes dans ces techni- 
ques d'assemblage du module sur son support d'encar- 
tage; un premier probleme est le risque que la resine de 
protection de la puce coule entre les conducteurs lors 
de sa mise en place; le debordement est genant pour 
les operations d'assemblage du module sur son sup- 
port; un deuxieme probleme, dans le cas d'une carte, 
est I'obligation d'assembler par collage le micromodule, 
la fiabilite de ce mode de fixation n'etant pas ideale 
compte-tenu de la difference entre les materiaux cons- 
tituant la carte et ceux constituant le micromodule; un 
troisieme probleme est la reproductibilite des dimen- 
sions exterieures du micromodule qui doit s'ajuster dans 
une cavite de dimensions donnees (de preference tres 
peu profonde) dans la carte a puce. 

L'invention a pour but ['amelioration de la fiabilite du 



montage, la reproductibilite des dimensions du micro- 
module, et la reduction de sa hauteur, tout en conser- 
vant un precede de fabrication facile a mettre en oeuvre. 
On connait de la demande de brevet europeen EP- 

5 A- 197438 unprocede qui consist e a fabriquer d'une part 
une grille metallique avec une pluralite d'ouvertures 
dans lesquelles penetrent des languettes destinees a 
former des plages de contacts et d'autre part des pas- 
tilles en matiere plastique que Ton place sur les languet- 

io tes de chaque ouverture, a coller une puce de circuit 
integre au fond de i'evidement de chaque pastille et a 
relier les bornes de connexion de la puce aux languet- 
tes. 

On connait aussi un micromodule avec une forme 
75 definie par un fin blindage metallique en forme d'anneau 
colle sur les plages de contacts du micromodule (de- 
mande de brevet EP-A-0231937). 

On propose selon l'invention un procede decap- 
sulation d'un circuit-integre qui consiste pour I'essentiel 
20 a partir d'un substrat mixte de matiere plastique et de 
metal forme par report (collage ou transfert a chaud) 
d'un ecran dielectrique preperfore sur une grille metal- 
lique predecoupee. Dans un exemple, cet ecran dielec- 
trique est une bande de matiere plastique. Dans un 
25 autre exemple cet ecran est une preforme moulee, de- 
coupee, ou usinee. 

Telle que revendiquee, l'invention concerne un pro- 
cede de fabrication d'un micromodule comprenant les 
etapes de : 

30 

decoupe d'une grille conductrice metallique pour 
definir les futures bornes de connexion electrique, 
la grille etant en forme d'une bande pour realiser 
plusieurs des micromodules en serie sur cette 

35 bande ; 

perforation d'un ecran dielectrique ; 

report de I'ecran sur la grille ; 

mise en place d'une puce de circuit-integre dans 

une perforation de I'ecran, et formation de con- 

40 nexions electriques entre la puce et des zones de 
la grille srtuees dans d'autres perforations de 
I'ecran. 

Selon l'invention, I'ecran est en forme d'une bande 
45 pour realiser plusieurs des micromodules en serie sur 
cette bande. 

De preference, les decoupes de la grille et les per- 
forations de la bande sont telles que la grille bouche in- 
tegralement toutes les perforations de la bande, au 

50 moins dans la zone utile des contacts du module encap- 
sule ainsi realise. 

Par "transfert a chaud" de I'ecran dielectrique sur ia 
grille, on entend une operation par laquelle I'ecran die- 
lectrique est deroule en bande et est applique contre la 

55 grille a une temperature ou la bande est ramollie; la ban- 
de adhere a la grille lors du refroidissement. Dans ce 
cas, on prevoit de preference que la grille comporte des 
asperites et decoupes favorisant I'accrochage. Ces as- 
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perites sont par exemple des bavures de decoupage 
non eliminees, des ergots saillants sur la grille, des 
trous, etc. 

La bande de matiere plastique peut etre constitute 
par un ruban plat. Dans ce cas, on prevoit de preference 
qu'avant mise en place d'une matiere de protection ou 
meme qu'avant la mise en place de la puce, la zone 
comprenant la puce et ses connexions est entouree d'un 
anneau de protection, dont la hauteur est aussi faible 
que possible mais suffisante pour depasser la hauteur 
de la puce et des connexions (surtout si ces connexions 
sont des fils soudes). Cet anneau sert a constituer une 
cavite dans laquelle on versera la matiere de protection: 
Ce peut etre un anneau metallique. 

La bande de matiere plastique peut aussi etre cons- 
tituee par un ruban plat comportant de place en place 
des excroissances en forme d'anneau : au lieu que Pan- 
neau sort rapporte ulterieurement sur la bande, il est for- 
me en meme temps qu'elle, par exemple par moulage 
ou usinage. 

La matiere de protection peut etre une resine ther- 
moplastique (type polyurethane) ou thermodurcissable 
(type silicone). Elle est en principe isolante mais elle 
peut etre de preference un dielectrique imparfait a perte 
(pour aboutir a une resistance de I'ordre de 10 a 10000 
Megohms). Ceci permet Pecoulement des charges elec- 
trostatiques par les fils de connexion. 

Lorsque la resine de protection est mise en place, 
elle ne fuit pas par les interstices de la grille decoupee 
car on a de preference pris la precaution que ces inters- 
tices soient tous bouches, au moins dans les parties uti- 
les, par la bande de matiere plastique. 

On realise ainsi un micromodule qui comprend 
d'une part une matiere isolante (plastique) qui est la 
bande perforee rapportee par collage ou par transfer! & 
chaud sur la grille de conducteurs decoupee, et d'autre 
part de preference une matiere de protection (resine) 
pour completer la protection de la puce contre les agres- 
sions chimiques et mecaniques. Les perforations de la 
bande recouvrent des plages conductrices de la grille 
decoupee sans recouvrir des interstices entre ces pla- 
ges; une puce de circuit-integre est placee dans une 
perforation de la bande et connectee electriquement a 
des plages conductrices situees dans d'autres perfora- 
tions de la bande. 

Pour I'incorporation a une carte, on prevoit de pre- 
ference que la matiere de Pecran plastique reporte. est 
compatible avec la matiere plastique de la carte (chlo- 
rure de polyvinyle par exemple), et on peut ainsi placer 
le micromodule directement dans une cavite formee 
dans la carte, la bande de matiere plastique du micro- 
module etant directement en contact avec la matiere 
plastique de la carte; le montage est fait par collage ou 
soudure par ultrasons par exemple, ce qui etait difficile- 
ment possible dans Part anterieur avec des materiaux 
peu compatibles sur la carte et sur le micromodule. 

D'autres caracteristiques et avantages de Pinven- 
tion apparattront a la lecture de la description detaillee 



qui suit et qui est faite en reference aux dessins annexes 
dans lesquels : 

la figure 1 represente en vue de dessus et en coupe 
s une grille metallique decoupee utilisee dans Pinven- 
tion; 

la figure 2 represente en vue de dessus et en coupe 
une bande d'ecrans dielectriques preperfores utili- 
ses selon Pinvention; 

la figure 3 represente en coupe la bande report ee 
par collage ou transfer! a chaud sur la grille; 
la figure 4 represente une puce de circuit-integre 
mise en place et connectee a la grille; 
la figure 5 represente la mise en place d'un anneau 
et d'une resine de protection, I'anneau peut meme 
de preference etre mis en place avant la puce ; 
la figure 6 represente une variante de realisation 
dans laquelle i'anneau de protection est integre a 
la bande et non rapporte sur elle. 

Le precede selon Pinvention va maintenant etre de- 
taille en reference aux figures. On part d'une grille me- 
tallique predecoupee 10 definissant les futures bornes 
de connexion electrique du micromodule qu'on cherche 
a fabriquer. En pratique on realise non pas une grille 
isolee pour un micromodule unique mais une grille en 
bande continue; les micromodules seront realises en 
serie sur cette bande; ils ne seront separes les uns des 
autres qu'a la fin du processus de fabrication, voire me- 
me, dans le cas de micromodules destines a des cartes 
a puces, seulement au moment de I'encartage. 

La grille metallique est formee par decoupage m§- 
canique (estampage). Elle a une epaisseur dequelques 
dixiemes de millimetres environ. Elle est done relative- 
ment resistante. Elle peut etre en fer-nickel, ou cuivre 
par exemple, ou encore en nickel pur; elle peut etre re- 
couverte d'or ou d'argent sur la face arriere, et sur la 
face avant a Pendroit ou seront soudees des connexions 
avec une puce. 

La grille comporte en principe une plage centrale 
conductrice 1 2 pour recevoir une puce de circuit-inte- 
gre, et des plages conductrices peripheriques 14 entou- 
rant cette plage centrale. Les plages sont separees les 
unes des autres par des interstices 16 formees par 
Poperation de decoupage. Ces interstices sont visibles 
sur la vue de dessus et la coupe de la figure 1 . 

On realise par ailleurs une bande d'ecrans dielec- 
triques en matiere plastique perforee 20, en forme de 
ruban essentiellement plan (figure 2). Des perforations 
sont faites, par exemple par matricage dans cette ban- 
de, a des endroits judicieusement choisis. Ces perfora- 
tions comprennent en principe un trou central 22 (pour 
loger une puce de circuit-integre) et des trous. periphe- 
riques 24 (pour Pacces aux bornes de connexion). 

Les positions du trou central 22 et de la plage cen- 
trale 1 2 se correspondent de telle maniere que lorsque 
la bande plastique est reportee sur la grille metallique 
le trou central 22 vient au dessus de la plage centrale 
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12, de preference sans venir au dessus d'un interstice 
1 6 de la grille decoupee. Le trou central 22 est done plus 
petit que la plage 12 et sera place a I'interieur de cette 
plage. 

De meme, les positions des trous peripheriques et 
des plages conductrices peripheriques se correspon- 
dent de telle man i ere que lorsque la bande 20 est re- 
portee sur la grille 10, chaque trou peripherique 24 ar- 
rive en regard d'une extremite d'une plage conductrice 
respective 14. La encore, de preference, les trous ne 
recouvrent pas d'interstices 16 entre plages conductri- 
ces. 

A partirde la grille predecoupee et de la bande pre- 
perforee, on realise une operation de report de la bande 
sur la grille en respectant les positions relatives indi- 
quees ci-dessus. La bande plastique bouchera done en 
principe tous les interstices entre plages conductrices 
de la grille. 

Le report peut se faire par simple collage : on de- 
roule la bande plastique perforee et le ruban de grille 
decoupee simultanement, en interposant une fine cou- 
che de colle entre les deux et en pressant la bande con- 
tre la grille. Le report peut se faire aussi par transfert a 
chaud en reatisant un simple pressage de la bande con- 
tre la grille, a une temperature ou la matiere constituant 
la bande est ramollie (par exemple a 1 50 a 200 degres 
celsius selon la matiere plastique utilisee). Ce pressage 
a chaud permet un accrochage efficace de la bande sur 
la grille lors du refroidissement. 

L'accrochage est favorise si la surface de la grille 
presente des asperites (bavures de decoupes, pliages 
d'ergots en saillie perpendiculairement a la surface du 
ruban de grille, ou en oblique, etc.). 

La figure 3 represente la grille et la bande superpo- 
sees, en coupe a une echelle agrandie (mais arbitraire : 
les epaisseurs relatives des couches et les largeurs re- 
presentees ne sont pas significatives). 

On peut verifier sur la figure 3 qu'on s'est arrange 
pour placer le trou central 22 au dessus de la plage cen- 
trale 12, sans deborder de cette plage. Et les trous 24 
sont places au dessus d'extremites de plages conduc- 
trices 14, sans deborder au dessus d'interstices 16. 

Les interstices de la grille sont done tous bouches, 
en tous cas dans la region utile du micromodule. 

On met ensuite en place une puce 26 sur le ruban 
mixte metal/plastique ainsi constitue (figure 4). 

Dans Pexemple represente, la puce 26 est collee ou 
soudee par sa face arriere sur la plage centrale conduc- 
trice 1 2, a I'interieur du trou 22; elle est reliee aux plages 
conductrices peripheriques 14 par des fils de liaison 28 
(fils d'or ou d'aluminium par exemple). Ces fils sont sou- 
des d'une part sur des plots de la puce et d'autre part 
sur les plages conductrices 14 a I'interieur des trous 24 
de la bande 20 de plastique. 

Les surfaces de la grille metallique decoupee du c6- 
te arriere, e'est-a-dire du cdte non recouvert par la ban- 
de 20, seront les surfaces de contact d'acces au circuit - 
integre a partir de I'exterieur, notamment dans le cas ou 



le micromodule sera incorpore a une carte a puce. 

On place autour de la puce 26 et des fils de liaison 
28 un anneau de protection 30 (figure 5). Cet anneau 
est de preference metallique (mais il pourrait etre en ma- 

s tiere plastique); il peut etre colle ou reporte a chaud sur 
la bande plastique 20. Dans ce cas i'anneau est reporte 
de preference avant la mise en place de la puce. L'an- 
neau entoure les perforations centrale et peripheriques 
formees dans la bande 20 et correspondant a un micro- 

10 module determine. On peut imaginer qu'un micromodu- 
le comprenne plusieurs puces reliees ou non entre elles, 
auquel cas I'anneau entoure toutes les puces et les fils 
de liaison correspondant a ce micromodule. La hauteur 
de I'anneau est choisie, compte-tenu de I'epaisseur de 

'5 la bande 20, pour que le bord superieur de I'anneau de- 
passe en hauteur la puce et les fils. 

L'anneau et le ruban mixte plastique/metal definis- 
sent alors une cavite de protection de la puce et des fils. 
On remplit cette cavite avec une matiere de protection 

20 32 (par exemple une resine thermoplastique telle que 
du polyurethane ou une resine thermodurcissable telle 
qu'une resine aux silicones). La matiere de protection 
enrobe completement la puce et les fils. Son volume est 
defini lateralement par I'anneau de protection. En hau- 

25 teur, la matiere remplit de preference completement 
I'anneau. Si elle depasse de I'anneau lors du remplis- 
sage, il est possible de Paraser ensuite. 

Etant donne qu'on a fait en sorte que toutes les per- 
forations de la bande plastique 20 soient bouchees au 

30 fond par des portions de grille conductrice 10, la resine 
nefuit pas, meme si elle est tresfluide, paries interstices 
16 entre les plages conductrices de la grille. 

A la figure 6, on a represente une variante de rea- 
lisation qui se distingue de la precedent© en ce que I'an- 

35 neau de protection n'est pas un anneau rapporte sur la 
bande 20 mais il est une partie integrante, moulee ou 
usinee, de la bande 20. Cette partie 34 vient en saillie 
de place en place (a I'endroit de chaque micromodule) 
sur le ruban plan constituant la bande 20. 

40 La face arriere de la grille est denudee totalement, 
e'est-a-dire non recouverte de matiere isolante. La face 
arriere de la grille restera accessible directement pour 
un contact electrique entre les conducteurs et des con- 
tacts d'un lecteur de cartes a puces. 

45 on a ainsi realise un ruban mixte metal/plastique 
portant de place en place des puces protegees par un 
anneau et une matiere isolante de protection. On cons- 
titue done un rouleau de micromodules en bande. La 
bande ne sera decoupee en micromodules individuels 

50 qu'en fin de fabrication des micromodules, ou meme 
seulement au moment de I'encartage. 

La precision obtenue sur les dimensions du micro- 
module est tres bonne et reproductible d'un micromo- 
dule a un autre; on ne sera done pas gene comme dans 

55 le passe par des problemes d'imprecision des dimen- 
sions de la goutte de resine de protection, en hauteur 
comme en largeur. 

La hauteur de I'anneau 30 peut etre reduite au strict 
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minimum puisqu'elle est tres bien controlee; il est im- 
portant pour une carte a puce que le micromodule ait 
une hauteur aussi reduite que possible, mais pour cela 
il faut un precede tres fiable de fabrication, et e'est ce 
que permet la presente invention. 



Revendications 

1. Precede de fabrication d'un micromodule compre- 
nant les etapes de : 

decoupe d'une grille conductrice metallique 
(10) pour definir les futures bornes de con- 
nexion electrique, la grille etant en forme d'une 
bande pour realiser plusieurs des micromodu- 
les en serie sur cette bande ; 
perforation d'un ecran dielectrique (20) ; 
report de I'ecran sur la grille ; 
mise en place d'une puce de circuit-integre (26) 
dans une perforation (22) de I'ecran, et forma- 
tion de connexions electriques entre la puce et 
des zones ( 1 4) de la grille situees dans d'autres 
perforations (24) de I'ecran ; 

ledit procede etant caracterise en ce que I'ecran est 
en forme d'une bande pour realiser plusieurs des 
micromodules en serie sur cette bande. 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que les perforations (22, 24) de I'ecran et les de- 
coupes de la grille sont teiles que I'ecran recouvre 
et bouche tous les interstices (16) entre conduc- 
teurs de la grille dans la region utile correspondent 
a un module a realiser. 

3. Procede selon Tune des revendications 1 et 2, ca- 
racterise en ce qu'il comprend une etape de mise 
en place d'une protection par une matiere de pro- 
tection (32) recouvrant la puce et les connexions 
dans les perforations (22, 24) de la bande de ma- 
tiere plastique (20). 

4. Procede selon Tune quelconque des revendications 
1 a 3, caract6rise en ce qu'il comprend la mise en 
place sur I'ecran d'un anneau de protection (30) en- 
tourant la puce (26) et ses connexions (28), cet an- 
neau etant rempli de matiere isolante de protection 
(32) apres sa mise en place. 

5. Procede selon Tune quelconque des revendications 
1 a 3, caracterise en ce que I'ecran comprend de 
place en place une excroissance (34) en forme 
d'anneau entourant I'espace reserve a la puce et a 
ses connexions, et en ce que cet anneau est rempli 
d'une matiere de protection (32) apres mise en pla- 
ce de la puce et de ses connexions. 



6. Procede selon I'une des revendications 3 a 5, ca- 
racterise en ce que la matiere de protection est une 
resine thermoplastique ou thermodurcissable. 

s 7. Procede selon I'une des revendications 3 a 6, ca- 
racterise en ce que la matiere de protection est un 
di6lectrique imparfait pour permettre I'ecoulement 
des charges elect rostatiques. 

10 8. Procede selon I'une des revendications 1 a 7, ca- 
racterise en ce que I'ecran (20) est reporte sur la 
grille (10) par collage ou transfert a chaud. 

9. Precede selon I'une des revendications 1 a 8, ca- 
15 racterise en ce qu'il comprend une etape supple- 

mentaire de separation des micromodules pour ob- 
tenir des micromodules individuels. 

10. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce 
20 qu'il comprend une etape decapsulation d'au 

moins un des micromodules individuels dans un 
support portable. 



25 Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Mikromoduls, um- 
fassend die Schritte: 

30 - Schneiden eines leitfahigen Gatebereichs aus 
Metall (10), um zukunftige elektrische An- 
schluBklemmen festzulegen, wobei der Ga- 
tebereich in Form eines Bandes ausgebildet 
wird, um eine Mehrzahl von Mikromodulen in 

35 Reihe auf diesem Band zu erzeugen; 

Perforieren einer dieelektrischen Abschirmung 
(20); 

Ubertragen der Abschirmung auf den Gatebe- 
reich; 

40 - Anordnen eines integrierten Schaltungschips 
(26) in einer Perforation (22) der Abschirmung 
und Ausbilden elektrischer Verbindungen zwi- 
schen dem Chip und sich in anderen Perfora- 
tionen (24) der Abschirmung befindenden Zo- 

45 nen (14) des Gatebereichs; 

dadurch gekennzeichnet, daG die Abschir- 
mung in Form eines Bandes ausgebildet ist, um ei- 
ne Mehrzahl von Mikromodulen in Reihe auf diesem 
50 Band zu erzeugen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Perforationen (22, 24) der Abschir- 
mung und die Schnitte des Gatebereichs derart 

55 ausgebildet sind, daB die Abschirmung samtliche 
Zwischenraume (16) zwischen Leitern des Gatebe- 
reichs in dem einem herzustellenden Modul ent- 
sprechenden Nutzbereich Oberdeckt und ausfullt. 
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3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 und 2, ge- 
kennzeichnet durch einen Schritt des Anbringens 
eines Schutzes durch ein Schutzmaterial (32), wel- 
ches den Chip und die Verbindungen in den Perfo- 
rationen (22, 24) des Bandes aus P last ikmate rial 
(20) uberdeckt. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB es das Anordnen eines 
den Chip (26) und seine Verbindungen (28) ringfor- 
mig einschlieBenden Schutzrings (30) auf der Ab- 
schirmung umfaBt, wobei der Ring nach seiner An- 
bringung mit isolierendem Schutzmaterial (32) ge- 
fullt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Abschirmung stel- 
lenweise eine Ausstulpung (34) in Form eines den 
fur den Chip und seine Verbindungen reservierten 
Raum umschlieBenden Rings umfaBt, und daB die- 
ser Ring nach dem Anbringen des Chips und seiner 
Verbindungen mit einem Schutzmaterial (32) gefullt 
wird. 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 3 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB daB das Schutzmaterial 
ein thermoplastisches oder warmaushartendes 
Harz ist. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Schutzmaterial ein 
nicht verlustloses Dielektrikum ist zum Zulassen 
der Ableitung elektrostatischer Ladungen. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Abschirmung (20) 
durch Kleben oder Warmeubertragung auf den Ga- 
tebereich ubertragen wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, ge- 
kennzeichnet durch einen zusatzlichen Schritt des 
Trennens der Mikromodule zum Erzeugen einzel- 
ner Mikromodule. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch 
einen Schritt der Kapselung zumindest eines der 
einzelnen Mikromodule in einen portablen Trager. 



Claims 

1. Method of manufacturing a micromodule, compris- 
ing the steps of: 

cutting out a metal conductive grille (1 0) to de- 
fine the future electrical connection terminals, 
the grille being in the form of a strip, to produce 
several of the micromodules in series on this 



strip; 

perforating a dielectric screen (20); 

5 - transferring the screen onto the grille; 

positioning an integrated circuit chip (26) in a 
perforation (22) in the screen, and forming elec- 
trical connections between the chip and areas 
10 (14) of the grille situated in other perforations 

(24) in the screen; 

the said method being characterised in that the 
screen is in the form of a strip, to produce several 
15 of the micromodules in series on this strip. 

2. Method according to Claim 1 , characterised in that 
the perforations (22, 24) in the screen and the cut- 
outs in the grille are such that the screen covers and 

20 closes off all the interstices (16) between conduc- 
tors of the grille in the useful region corresponding 
to a module to be produced. 

3. Method according to one of Claims 1 and 2, char- 
25 acterised in that it comprises a step of positioning 

a protector formed by a protective material (32) cov- 
ering the chip and the connections in the perfora- 
tions (22, 24) in the strip of plastic (20). 

30 4. Method according to any one of Claims 1 to 3, char- 
acterised in that it comprises the positioning on the 
screen of a protective ring (30) surrounding the chip 
(26) and its connections (28), this ring being filled 
with a protective insulating material (32) after it has 

35 been positioned. 

5. Method according to any one of Claims 1 to 3, char- 
acterised in that the screen comprises, at various 
places, a ring-shaped protuberance (34) surround- 
40 ing the space reserved for the chip and its connec- 
tions, and in that this ring is filled with a protective 
material (32) after the chip and its connections have 
been positioned. 

45 6. Method according to one of Claims 3 to 5, charac- 
terised in that the protective material is a thermo- 
plastic or thermosetting resin. 

7. Method according to one of Claims 3 to 6, charac- 
50 terised in that the protective material is an imperfect 

dielectric in order to allow electrostatic charges to 
flow. 

8. Method according to one of Claims 1 to 7, charac- 
55 terised in that the screen (20) is transferred onto the 

grille (10) by means of bonding or hot transfer. 

9. Method according to one of Claims 1 to 8, charac- 
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terised in that it comprises an additional step of sep- 
arating the micromodules in order to obtain individ- 
ual micromodules. 

10. Method according to Claim 9, characterised in that 
it comprises a step of encapsulating at least one of 
the individual micromodules in a portable substrate. 
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